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主要研究方向

1. 微连接基础研究：微互连界面微观结构及力学行为尺寸效应；无铅微互连热-电-力多场耦合失效机理。

2. 微系统封装及三维封装：3D 立体封装结构设计及热管理；3D封装芯片级垂直互连技术；芯片低温键合技术；

立体封装结构可靠性及失效机理。

3. 微纳器件封装：纳米薄膜器件制备、表征及界面行为。

社会兼职

1. 国际电子封装学会(IMAPS)《Journal of Microelectronics and Electronic Packaging-JMEP》杂志副主编；

2. 中国电子学会电子封装技术分会微连接专业委员会副主任；

3. 中国电子学会高级会员。

主要学术成果

作为负责人获得两项国家自然科学基金、一项教育部留学基金及哈尔滨科技创新留学人员基金等。在国际国内学术

期刊上发表论文 54篇，会议论文 12篇。SCI论文 30余篇。影响因子最高 2.104，他引次数总和 94，单篇最高他引

21 次，发表学术论文多次获奖。申请发明专利 10 项，已获得授权 6 项。
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